BEST AVAIlABlf COPY lU / 5 

JC13Rec-SitT/PT0 HftPR 



10/531440 



DOCKET NO.: 268699US6PCT 

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE 

IN RE APPLICATION OF: Albane BENARDAIS 
SERIAL NO.: NEW U.S. PCT APPLICATION 
FILED: HEREWITH 

INTERNATIONAL APPLICATION NO.: PCT/FR03/03424 
INTERNATIONAL FILING DATE: November 19, 2003 

FOR: JOINT MATERIAL FOR JOINING SPACERS TO A GLASS SUBSTRATE 

REQUEST FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119 
AND THE INTERNATIONAL CONVENTION 

Commissioner for Patents 
Alexandria, Virginia 223 13 

Sir: 

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that 
the applicant claims as priority: 

COUNTRY APPLICATION NO DAY/MONTH/YEAR 

France 02 15256 04 December 2002 

Certified copies of the corresponding Convention application(s) v/cro submitted to the 
International Bureau in PCT Application No. PCT/FR03/03424. Receipt of the certified 
copy(s) by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been 
acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304. 

Respectfully submitted, 

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND, 

MAIER & NEUSTADT, P.C. 



Gregory J. Maier 
Attorney of Record 
Customer Number Registration No. 25,599 

22850 Surinder Sachar 

Registration No. 34,423 

(703)413-3000 

Fax No. (703)413-2220 

(OSMMN 08/03) 



^ [f»PJ 03/03 424 



IINSTITIfT 
NATIONAL DE 
LA PROPRIETB 
INDU8TRIELL6 



BREVET D'INVEWTTON 



CERTIFICAT D'UTILITE - CERTIFICAT D'ADDIJION 



COPIE OFFICIELLE 

Le Directeur general de l'lnstitut national de la propriete 
industrielle certifie que le document ci-annexe est la copie 
certifiee conforme d'une dennande de titre de propriete 
industrielle de'posee a rinstitut 



Fait a Paris, le . 



DOCUMENT DE PRIORITE 

PRESENT^ OU TRANSMIS 
CONFORMEMENT A LA 
RfeGLE17,l.a)OUb) 



Pour \e Directeur g6n6ral de I'Institut' 
national de la preprints industrielle 
Le Chef du D^partement des brevets 




INSTITUT 
NATIONAL DE 
LA PROPRIETE 
INDUSTRIELLE 



SIEGE 

26 bis. rue de Sabit Peterebourg 
75800 PARIS cedex 08 
Tdt^one : 33 (0)1 53 04 53 04 
Tildcopte : 33 (0)1 53 04 45 23 
wwwJnplfr 



Martine PLANCHE 



$7/141102 



ETABLISSEnENT PU8UC NATIONAL 



CREE PAR LA LOI N* 51-444 DU 19 AVRIL 19S1 



ler aepot 




IROOSTtltUlC 



26 bis, rue de Saint P&tersbourg 
75800 Paris Cedex 08 

T^S^hone : 33 (1) 53 04 53 04 Tdteopie : 33 (l) 42 94 86 54 



CERTIFICAT D'UTILiTIE 

Code de la pnapri^d fnteltectuelle - Livre VI 

REQUtTE EN DiLIVRAI^lCE 
page 1/2 

Get imprim^ est k rempKr tistMement d Tencre noire 



11354*03 



OB SAO e Q / Z10S02 



75 INPI PARIS 



UEU 

N* ITENREGlSTREMEriT 
NATIONAL ATTRlBUe PAR L'tNPI 

DATE DE Q^PdT ATTRIBUTE 0 k DEC. 
MR L1NP) 



Vos r^f^rencos pour ce dossier 

(facullatij) 



MA2 2002075 FR 



§ NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANOATAIRE 
A QUI LA CORRESPONDANCE DOiT £TRE ADRESS^E 

AUPETIT Muriel et/ou MULLER RenS 

SAINT-GOBAIN RECHERCHE 
39, quai Lucien Lefranc 
F-93300 AUBERVILLIERS 
FRANCE 



Confirmation d'un d^pot par tel^copie 


□ N'='attribu6par!MNPlilat6l6copie 






Demande de brevet 




Demande de certificat d'utilite 


□ 


Demande divistonnaire 

Dmmdede hmvei initiah 
mi demattde de curtificat d'tdilite hi&iale 


□ 

N* Date 1 . 1 • 1 1 1 1 1 
NO Date 1 1 1 • 1 - 1 1 i 


Transformation d'une demande de 
brevet europden Dmaiida d$ btwei Miiale 


N» • Date i 1 1 ! 1 1 . . 1 


^ TiTR£ DE LMEMlEriinOn <200 caractdres ou espaces moxlimiin} 

MATERIAU DE JONCTION ENTRE DES ESPACEURS ET UN SUBSTRAT VERRIER. 



Oi^CLARATiOra DE PRIORITY 
OU nEQUgTE OU B^N^FICE DE 
LA DATE DE D£PdT D'UNE 
DEWIANDE ANltRlEURE FRAN^AISE 



Pays OU organisation 
Date I III. 



Pays OU organisation 

' - I i I ^ > * 



N° 

Pays OU onganisation 

Date I I i I i I t I N** 

O S'il y a d'atitres priorit^s, coches la case et utilisez rimprlmd «Suite» 



Nom 

OU denomination sociale 



SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE 



Prenoms 
Fonne juridique 
N^SiREN 
CodeAPE-NAF 



Domicile 

OU 



J L 



Rue 



"Les IVliroirs" 18, avenue d'AIsace 



Code postat etville 



9:2 ,4cOiOl COURBEVOIE 



Pays 



FRANCE 



I>iationalitS 



FRANCAISE 



de t felephone (Jacidtaiif) 
Adresse 6Iectronique (facultaiij) 



W de t61§copie (factdtatif) 



S'ii V a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez rimprlm6 aSuften 



Remnlir Imo^ratrvament la 




intniof 

RATtOnMOB 
WBOSTRimB 



CEKTIFIGAT D'UTILBT^ 

page 2/2 



°^ 75 INPI PARIS 




N°dei 



Adresse 



Rue 



Code postal et vllle 



Pays 



N° de t6i6phone (faaif/aUf) 



Adresse electronique (fircuffaiff) 



AUPETI7 



Muriel 



SAINT-GOBAIN RECHERCHE 



422-5/S.006 



39, quai Lucien Lefranc 



19^ i3 lO lOIAaBERVIi MPRfi 



FRANCE 



33 1 48 39 58 62 



33 1 48 34 66 96 



Les demaadeurs et les fnventeurs 
sont les m§mes personnes 



□ Oul 

lEl Non : Pans ce cas remplir le f ormulaire de DSsIgnaiion d'inv@iitetir<s} 



Uriitiui6mef!^,ipb.t!tH<une ^^^^ 



^tablissement imm^dlat 
ou gtabllssement dlffSrS 



Patement §chelonnS de la redevance 



gi^emen^ pour personnes pSiysf 2|U8s effectiiant eRss-^ngmes (eur prapi^ d^pot 

□ won 



DES REDEVANCES 



llniquemsni pour les personnes ptiyslques 

□ Requise pour la premiere fols pour cette Invention (/osmfretm/ivistf&mrt-fmposfftm) 

□ Obtenue ant6rieurement h ce depot pour cette Invention (joim/re twa co/m €/& //i 
f/dcfsiofi dWmmiojj a /*amsfancegra/u/fe ou i/i^/iguersa n^rencej: AG | ^ ^ ^ j | 



^ SEQU£S\!C£S DE NUCLEOTIDES 
ET/OU D'ACIDES AGfilN^S 



□ Cochez la case si la description contient une liste de sequences 



Le support electronique de donn^es est joint 

La declaration de conformite de la llste de 
sequences sur support papier avec le 
support Electronique de donnees est jointe 



□ 
□ 



Si vous aves ii^ilis^ rimprim^ uSuften, 
indlqueg le nombre de pages jolntes 



SIGE^AtU^E DU DESVIANDEUR 
OU DU RfiANDATAf RE 
(Nom et qualUe du signatafre) . Aj 

Muriel AUPETIT ^^^-"^ 
Pouvoir N°422-5/S.006 



SAINT-GOBAIH RECHEia^ 
SERVICE DES BREVETS 
39, quoi Lucien Lefrsnc - BP 135 
93303 AUBEKVILLIEIIS CEDEX 
FRANCE S? +33 1 48 39 58 00 



VISA DE LA P£?E?£CTUS)£ 

OU DE vmpt 

^'r ROCHET 



La lol n'^ys-iy du 6 janvler 1978 relative ^ I'informatlque. aux fichiers et aux HbertEs s'appllque aux r^ponses faftes d ce fbrmulalre. 
Elle garantit un droit d'acc^ et de rectification pour les donnees vous concemant auprfes de I'lNPI. 



MATERIAU DE JONCTION ENTRE DES ESPACEURS ET UN SUBSTRAT 

VERRIER. 

L'invention concerne un materiau de jonction entre au moins un espaceur h 
base de ceramique ou de verre, et un substrat verrier. 

On utilise des espaceurs solidarises a un substrat en verre dans la 
realisation par exemple d'ecrans plats 6missifs, tels que des ecrans h Emission de 
champs (FED), composes par deux substrats entre lesquels est maintenu un 
espace d'6paisseur limit^e au moyen desdits espaceurs. 

Un §cran FED comporte une cathode et une anode constitutes par deux 
substrats plans en verre se faisant face. Sur la cathode sont d§pos6s dds 
6l6ments 6metteurs d'electrons. comme par exemple des micropoii^tes 
metalliques ou des nanotubes de carbone, et sur I'anode sont notamnfent 
deposees des materiaux luminophores 6metteurs de lumi§res correspondant jux 
couleurs verte, rouge et bleue. Des electrons sont extraits de la cathode gra^ k 
une tension d'extraction appliquee entre la cathode et des Electrodes appe^es 
"gate electrodes" disposees sur le mdme substrat. Ces electrons emis depui| la 
cathode sont alors accelerts grace au champ 6lectrlque genere par I'application 
d'une tension entre I'anode et la cathode, lis atteignent les luminophores de 
I'anode qui excites, 6mettent leur couleur et engendrent une image. Un espace 
bien defini, typlquement de 0,1 kSmm separe les deux substrats scelles entre 
eux, cet espace dans lequel r6gne le vide 6tant nomme gap. Du fait du vide entre 
les deux substrats, la difference de pression avec Textdrieur cr^e une force qui 
tend a 6crasfer les substrats. Aussi, afin de rtsister a la pression atmosph6rique 
pour que I'ecran n'implose pas, on agence entre les deux substrats des places 
d'ecartement, que sont les espaceurs, qui permettent de maintenir une distance 
entre les deux substrats en verre. 

L'utilisation d'espaceurs solidarises avec au moins un substrat verrier ne se 
limite bien entendu pas a cette application d'ecrans FED, et d'autres utilisations 
pour lesquelles il est aussi ntcessaire de maintenir un 6cartement constant entre 
deux substrats, peuvent §tre envisag^es telles que par exemple des Ecrans 
plasma, des lampes planes, des doubles vitrages sous vide ou encore des 



vitrages thermochromes. L'expresslon lampes planes dolt §tre comprise comme 
englobant des lampes pouvant presenter une courbure sur au molns une partle de 
leur surface, quelle que soft par ailleurs la technologle de ces lampes. 

D'une manidre generate, I'utilisatlon qui est faite de ces espaceurs sert k 
constituer des places d'^cartement, des places de separation entre deux 
substrats. 

La solidarlsatlon d'espaceurs a un substrat verrler peut etre r6alls6e de 
diff6rentes mani^res. 

Une solution proposee est celle d^crite dans le brevet US 6 042 445. Dans 
ce document, une extr6mit§ de I'espaceur est revetue d'un materiau metalllque 
par des techniques de depot connues. du type d§p6t sous vide, et le substrat est 
6galement recouvert d'un revStement m^tallique par des techniques connues, du 
type ^galement d6p6t sous vide. Les mat6riaux m6talliques utilises sont de 
preference de I'or, mals peuvent dtre choisis aussi parmi raluminlum. le culvre ou 
le nickel. Les espaceurs recouverts de metal sont appliques centre le substrat 
metallis6, et une source de chaleur telle qu'un laser est dirlgee sur I'ensemble afin 
d'assurer une soudure des deux 6l6ments metallises. 

Le brevet US 5 561 343 propose une autre solution, un collage par ultra- 
sons. Ce document montre qu'une extremlte des espaceurs est poun/ue d'un 
metal comprenant de I'or ou de I'aluminium apte a subir une soudure par 
ultrasons, et le substrat comporte des zones metallisees centre lesquelles sont 
destinees b. etre appliquees les extr^mites d'espaceurs. La soudure est obtenue k 
I'aide d'ultrasons delivr^s par un dispositif adapte. 

ly/iais ces operations de metallisation parfois difficiles k mettre en oeuvre. 
eVou couteuses. et pouvant necessiter des etapes suppl^mentalres k un simple 
collage vont dans un sens contraire k I'ameiioration toujours souhaitee des coOts 
de production. 

Par ailleurs, dans une utilisation pour Gorans ^misslfs, notamment pour les 
6crans FED, pour lesquels des ^changes de charges ont lieu entre la cathode et 
I'anode afin d'actlver les luminophores, il peut apparaitre a la surface des 
espaceurs des charges qui risquent d'influer de mani§re parasite sur des 
luminophores adjacents a ceux actives et qu'on ne souhaite par centre pas 
activer. 




Par ailleurs, pour ce type d'application d'ecrans emissifs, il convient de 
. fournir des moyens de collage et eventuellement un precede de collage qui 
assurent un positionnement parfait des espaceurs afin qu'ils assurent une tenue 
mecanique durable, sans implosion de i'§cran. 

5 En outre, le positionnement des espaceurs a I'endroit souhait6 dans le plan 

du substrat et selon une direction parfaitement perpendiculaire au plan du 
substrat, et de maniSre r6p6t6e pour I'ensemble des espaceurs sur la totality du 
substrat est 6galement important lorsqu'il s'agit de fabriquer un 6cran pour lequel 
les luminophores sont agences apr§s et en fonction de la disposition desdits 

10 espaceurs. 

L'invention a done pour but de proposer des moyens de solidarisatlon qui 
n'engendrent pas les inconvenients cites, et qui peuvent assurer un 
positionnement ad§quat des espaceurs ainsi qu'assurer la fonction d'evacuatipn 
des charges apparaissant a la surface des espaceurs afin d'empecher la creation 
1 5 de charges parasites qui activeraient de maniere intempestive les luminophores^ 
L'invention y pan/lent grace k un mat6rlau de jonction qui est caract§ris§ |n 
ce qu'il comprend un 6mail m§lang6 k au moins un oxyde de m6tal se pr6senta|it 
sous forme de partjcules. Avantageusement, I'oxyde de m6tal est stable dans je 
temps et en temperature Jusqu'^ 600-0 au plus. II contient un ou plusieurs dps 
20 §l6ments suivants : Zr, V, Al, Cr. Mn, Fe, Ca, SI. Co, Nl, Zn, Ti,. Ni, Nb, W, Sb, F^b, 
Sn, Cu, Ru, Ir. De preference, il s'agit d'oxyde de ruthenium. 

Selon une caracteristique, le materiau presente une resistivlte comprise 
entre 10^ et 10^°Q.cm. 

Selon une autre caracteristique, le materiau comporte au moins un solvant 
25 et de la resine. Et avantageusement, le materiau presente a temperature 
ambiante une viscosite au plus egale a 50 Pa.s. 

Le materiau de l'invention permet de realiser une structure comportant 
deux substrats veniers malntenus ecartes k I'alde d'espaceurs, les espaceurs 
etant solldarises par I'une de leurs extremites avec au moins un substrat grace 
30 audit materiau de jonction. 

Selon une caracteristique d'une telle structure, I'extremite opposee des 
espaceurs reposant centre I'autre substrat est revdtue d'au moins un materiau de 
liaison qui peut comporler le materiau de jonction. Avantageusement, le materiau 



de jonction peut constituer un moyen adapts h combler une difference de hauteur 
entre une extremity d'espaceur et un substrat. 

Dans une telle structure, les espaceurs sont conducteurs ou non 
conducteurs d'^lectrlcit^. 

Avantageusement, la resistance de contact du mat^riau de jonction localise 
entre un espaceur et un substrat est n^gligeable par rapport a la resistance de 
I'espaceur. 

Le precede de solidarisation d'espaceurs et d'un substrat verrier au moyen 
du materiau de I'inventlon est caract^rise en ce que les espaceurs sont maintenus 
en position fixe et sont recouverts sur I'une de leurs exlr6mites du mat6rlau de 
jonction, et le substrat verrier est rapports centre lesdites extremites des 
espaceurs recouverts du materiau de jonction. I'ensemble de la structure, substrat 
et espaceurs, subissant ensuite un recuit. On d6finit comme temperature de 
recuit, une temperature au plus egale k eoo^C. 

Avantageusement, I'extremite opposee des espaceurs assembles au 
substrat comme explique ci-dessus, sera recouverte d'un materiau de liaison et un 
autre substrat sera rapporte contre lesdites extremites opposees des espaceurs, 
I'ensemble des deux substrats et des espaceurs subissant ensuite un dernier 
recuit. 

Dans une variante du precede, les espaceurs revdtus du materiau de 
jonction sur I'une eVou I'autre de leurs extremites sont recults prealablement a 
leur association avec le substrat. 

Enfin, le materiau de rinvention peut etre utilise dans la fabrication d'ecrans 
emissifs, du type ecrans plasma ou ecrans FED. de lampes planes, de vltrages 
isolant sous vide, de vitrages thermochromes. 

D'autres caracteristiques et avantages de I'inventlon apparaitront a la 
lecture de la description qui suit, en regard des dessins annexes sur lesquels : 

la figure 1 illustre le materiau de jonction entre un substrat et des 

espaceurs; 

la figure 2 Illustre ie dispositif de mesure de la resistivite du materiau 

de jonction; 

la figure 3 montre la structure de la figure 1 a laquelle est associee 
un autre substrat. 



Les figures ne sont pas realisees a T^chelle pour en faciliter la 
comprehension. 

La figure 1 illustre un substrat 10 sur lequel sont colles des espaceurs 20 
grace a un materiau de jonction 30. 
5 Le substrat 1 0 est en verre, et presente du cote du collage des espaceurs 

une surface plane. 

Les espaceurs 20 sont a base de verre ou de ceramique, ils sont 
conducteurs ou non conducteur d'electricit6, et peuvent presenter diverses 
formes, dont la section peut etre notamment circulaire, rectangulaire ou en forme 
10 decroix. 

Ils sont solidaris6s avec le substrat 10 par I'une de leur extremite 21 . 
Le materiau de jonction 30, lorsqu'll est en place et assure sa fonction de 
collage, couvre de manidre homog^ne I'extremite 21 des espaceurs. li pr6sente 
une epaisseur de Tordre de 1 a 100 //m dans une application d'ecran FED. '\ 
15 Le materiau de jonction 30 comprend un 6mail melange a au moinSi Un 

element conducteur electrique, en particulier un oxyde de metal se presentant 
sous forme de partlcules. 

L'Smail est k base de verre dont la composition est choisie parmi :les 
compositions de fritte de scellement habituellement utilisees dans . Tindustrie 
20 verriere. Le scellement implique un chauffage a une temperature au plus de 
SOO^'C. Pour une utilisation dans un ecran 6missif, la temperature de scellement 
est de preference comprise entre 400 et 550°C. Dans d'autres utilisations, par 
exemple pour la solidarisation d'espaceurs en tant que pieces d^ecartement pour 
un vitrage isolant du type sous vide, il pourra s'agir de plus basses temperatures 
25 de l*oirdre de 200''C qui permettent ainsi d'eviter la detrempe des vitrages et/ou de 
reduire le cout du scellement. 

Les partlcules d'oxyde de metal assure au materiau de jonction d'etre 
electriquement conducteur de sorte que le materiau peut assurer outre son role de 
collage, une fonction d'§vacuation de charges eiectriques contenues 
30 eventuellement a la surface des espaceurs. 

Le materiau doit etre suffisamment conducteur pour evacuer lesdites 
charges §lectriques. Sa r6slstivit§ 6lectrique doit cependant rester suffisamment 
grande de maniere k eviter I'effet d'6mission parasite. Uemisslon parasite est par 
exemple mise en evidence dans un ecran k emission de champs lorsque seule 



est appliquee une tension entre la cathode et I'anode sans foumir une tension 
d'extractlon. Dans ces conditions, la cathode n'6met pas d'electrons. Cependant, 
du fait du champ ^lectrique cre6 par la tension appliquee entre la cathode et 
I'anode, des Electrons sont extraits depuis le mat6riau de jonction conducteur et 
viennent exciter les luminophores de maniere intempestive ce qui constitue une 
Emission parasite observ^e tout autour de I'espaceur. 

De fa9on k slmultan^ment 6vacuer les charges electriques des espaceurs 
et limiter le risque d'emission parasite, le materiau presente une r^sistivite p 
comprise entre 10^ Q.cm et 10^° Sl.cm. Cette valeur est donnee pour un materiau 
ayant dej^ subi divers traitements thermiques qui conrespondent aux traitements 
que subirait le mat6riau lors de la fabrication d'un 6cran ^missif de type FED. 

La r§sistivit6 est mesur6e k temperature ambiante sur un §chantillon du 
materiau 30 pr6sentant une surface S, par exemple 1 cm^ et une 6palsseur e, par 
exemple 15 jjm. L'^chantlllon est solidaire de deux substrats 10 revetus d'une 
couche conductrice 1 1 (figure 2) pour constituer deux Electrodes entre lesquelles 
on applique une tension, I'ensemble des substrats et de I'Echantillon ayant subi 
les traitements thermiques necessaires pour la fabrication d'un 6cran §missif. En 
faisant varier la tension entre 0 et 200V par exemple, on mesure le courant pour 
en d^duire une valeur de resistance qui rapportee a I'epaisseur e et a la surface S 
de I'echantillon permet d'en ddduire la r6slstivit§ p. 

L'oxyde de m6tal present sous forme de particules dans le mat6riau 
de jonction doit presenter, aprds avoir subi un recult, les propri6t6s sulvantes : 

§tre stable dans le temps et en temperature, c'est-^-dire que l'oxyde 
ne se dissout pas dans I'^mail, et en particulier dans une gamme de temperatures 
pour laquelle le materiau de jonction resiste k plusieurs recuits jusqu'a SOO^C, 
notamment sous vide, sous air ou sous gaz inerte, en vue de resister au procede 
de scellement des espaceurs sur le substrat ainsi qu'au precede de fabrication, 
par exemple d'ecrans emissifs, utilisant un substrat de ce type pourvu 
d'espaceurs ; 

ne pas generer d'emission parasite visible autour des espaceurs. 
C'est la raison pour laquelle on prefere un oxyde de metal plutot qu'un metal pour 
assurer la propriete de conductivite eiectrique du materiau de jonction. En effet, 
les inventeurs ont mis en evidence que. du fait qu'un metal pr6sente un travail de 




sortie electronique plus faible que le travail de sortie electronique des oxydes de 
m6taux, I'extraction des electrons sous un champ electrique sera moins facile 
pour les oxydes de metaux, ce qui iimitera encore davantage le risque d'emission 
parasite. 

5 - pouvoir §tre r^parti de maniere homog^ne dans i'6mail du mat^riau, 

de fagon que r§vacuation des charges puisse se faire sur I'ensemble de la 
repartition du mat^riau de jonction et 6viter une accumulation de charges 
6lectriques en certains points du materiau de jonction ce qui cr6erait sinon une 
forte perturbation du champ 6lectrique existant dans le gap separant I'anode et la 
10 cathode. Ce champ perturbe d6vierait de leur chemin id6al les Electrons 6mis par 
la cathode, ce qui pourrait alors exciter intempestivement les luminophores. 

Les particules d'oxyde de metal consistent en un ou plusleurs des elements 
suivants qui ne se dissolvent pas dans Temail aux temperatures d^crites^ plus 
haut, en particulier jusqu'a 600°C : Zr, V, Al, Cr, Mn, Fe. Ca, Si, Co, Ni, Zn, Ti, Ni, 
15 Nb, W, Sb, Pb, Sn, Cu, Ru, Ir. L'oxyde de ruthenium sera pr6f6re pour en outre sa 
r^slstivite adequate. ' 

Le mat6riau de jonction presente done 6galerhent des propri6t§s adaptees 
au precede de son dep6t sur les extr6mit§s 21 des espaceurs. Ainsi, le materiau 
doit presenter a temperature ambiante une viscosity inf^rieure h 50 Pa.s^ On 
20 pourra utillser comme solvant qui permet de controler la viscosity, de rhuife de 
pin, telle que du terpineol. La proportion de solvant utilis^e influera sur la 
viscosity. 

On choisira 6galement un materiau qui presente un pouvoir collant d§s son 
application sur les espaceurs avant tout traitement 116 au precede de collage tel 
25 qu'une reticulation sous ultra-violets ou recuit. Ce pouvoir collant est obtenu grace 
^ la r§sine contenue dans le materiau de jonction, telle que de I'ethylcellulose. 
Cette r§sine disparatt apr6s un premier recuit. 

Nous aliens k present decrire le proc6d6 de collage d'espaceurs centre un 
substrat k I'alde du materiau de jonction de I'Invention en vue par exemple de la 
30 fabrication d'une structure avec substrats 6cart6s par des espaceurs telle qu'un 
6cran FED. 

Dans une premiere §tape, le scellement d'un premier substrat avec les 
espaceurs est fait en milieu ouvert, et dans une seconde 6tape, le scellement est 
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effectue en milieu ferrn^. c'est-^-dire que ledlt substrat pourvu des espaceurs est 
sceile hermetiquement avec un autre 6l§nnent tel qu'un autre substrat (figure 3). 

Au cours de la premiere etape, le mat^riau de jonction est depose par tous 
moyens adapt^s sur les extr§mlt6s 21 des espaceurs. tes extr§mlt4s §tant 
5 maintenues selon un reseau p6rlodique dans un m§me plan ; le substrat est 
ensulte rapport§ centre les espaceurs et une operation de recult k environ 550°C 
sous vide de {'ensemble est effectu§e pour assurer la consolidation du collage, 
r^vacuation des solvants et de la resine, eventuellement polluants, 6tant 
effectuee par tous moyens adaptes. L'evacuation des solvants et de la resine est 
10 utile a ce stade en milieu ouvert car sinon. si toute la structure pour un §cran FED 
etait scellee en une seule 6tape et done en milieu ferm6, les solvants et la resine 
volatilises par le chauffage du materiau de jonction pourralent se concentrer au 
cours du temps dans le milieu hermetique entre les deux substrats, ce qui pourralt 
polluer des 6l6ments de I'ecran tels que les luminophores ou les 6l6ments 
1 5 ^metteurs d'6lectrons, d6gradant les performances de I'ecran. 

A noter que le dep6t du materiau de jonction sur les espaceure peut par 
exemple §tre realise en ddposant une couche du materiau sur une plaque de 
grandeur au molns senslblement 6quivalente k la surface de repartition des 
espaceurs. Tandis que les espaceurs sont maintenus en position par un dispositif 
avec une multitude de pinces par exemple. on vient appliquer temporairement la 
plaque rev§tue du materiau avec une I§g6re pression si necessaire centre les 
extr6mites des espaceurs pour obtenir un depot. En variante. les espaceurs 
maintenus en position sont amends au niveau de leur extr^mite dans un bain de 
colle pour effectuer le depot. 

25 Le materiau de invention par son pouvoir collant avant m§me un premier 

recuH permet d'assurer lors de I'associatlon du substrat aux espaceurs poun/us du 
materiau un maintien en place des espaceurs sans risque de les d^placer 
involontairement. En effet. un ecart de positionnement pourrait provoquer dans 
rutilisation du substrat avec espaceurs des probl^mes de fonctlonnement 

30 intempestif tel que I'activation non desire de certains luminophores dans un ecran 
emissif. 

De plus, par sa viscosite adaptee. la colle est repartie de manidre 
homogene sur les extremites des espaceurs ce qui permet d'obtenir une 
conduction eiectrique equilibree et homogene a I'extremite des espaceure par 
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laquelle les charges 6lectriques sont destinees a etre evacuees quant k 
I'application dans un 6cran emissif. En effet, en cas d'irr6gularit6 de conduction 
6lectrique, les lignes de champs g^ner^es par I'accumulation de charges en un 
endroit engendreraient la deviation des electrons emis par la cathode qui 
5 viendraient ainsi allumer des luminophores qu'on ne souhaite pas activer. 

Dans la seconde etape, on rapporte un autre substrat 40 contre I'autre 
extr6mit6 llbre 22 des espaceurs qu'on a ^ventuellement recouverte 
prealablement d'un mat^riau de liaison 50, tel que le mat6riau de jonction de 
I'invention par exemple, un moyen de scellement (fritte de verre ou materiau de 
10 I'invention) etant par ailleurs agenc^ k la manifere d'un cadre sur I'ensemble de la 
periph^rie de I'un des substrats. A I'aide d'un ou de plusieurs recuits de 
Tensemble selon sa destination et d'une pression exercee sur le second substrat, 
on precede au scellement de I'ensemble. 

Avantageusement, dans le cas d'un 6cran FED et pour les premiere et/ou 
15 seconde stapes, on effectuera un recuit juste aprds le depot du m^t^riau de 
jonction contre les extr6mit6s des espaceurs, et avant I'assoclation (^u ou des 
substrats auxdits espaceurs, de fagon k 6liminer les solvants et la r^^sine. En 
dernier lieu, on realise le scellement de I'ecran par au molns un repyit k une 
temperature Inf^rieure 500°C par exemple, et simultandment le vide,].est fait k 
20 I'int^rieur de I'ecran. De cette mani^re, le mat6riau de jonction se ramoHit et sous 
I'effet de la pression atmosph6rique s'exergant contre les faces exterieures de 
I'ecran, le materiau de jonction au niveau des extremites 21 et/ou 22 des 
espaceurs s'ecrase contre le et/ou les substrats, assurant ainsi une mellleure 
liaison conductrice. 

25 Pour une evacuation des charges optimales, les inventeurs ont mis en 

evidence qu'il est necessaire que la resistance de contact du materiau de jonction 
localise entre un espaceur et un substrat soit negligeable par rapport a la 
resistance de I'espaceur. On entend par negligeable, inferieur d'au molns un 
facteur dix. 

30 Afin de s'assurer de cette caracteristique, les inventeurs ont montr6 qu'il 

suffisait de mesurer la resistance de I'ensemble d'une structure compos6e par les 
espaceurs, le materiau de jonction et les substrats rev§tus d'une couche 
conductrice pour constituer des electrodes et de la comparer a la resistance totale 
des espaceurs attendue ou calcuiee connaissant leur nombre, leur geometrie et la 




10 



resistivite du ou des materiaux qui les constituent. La resistance de la structure 
est deduite en appliquant une tension variable entre les deux substrats de la 
structure et en mesurant le courant. Lorsque la resistance mesur^e de la structure 
est senslblement equivalente a la resistance attendue des espaceurs, la 
5 resistance de contact est effectivement conslderee comme negligeable. 

Un avantage suppiementaire est donne par I'utillsation du materlau de 
jonction comme moyen de solidarlsation des espaceurs avec le substrat, en 
autorisant I'emploi d'espaceurs de dimension senslblement inferieure a la taille 
exigee et correspondante a recartement par example de deux substrats. En effet, 

10 s'il arrive que quelques espaceurs aient en sortie de fabrication une hauteur 
inferieure a la taille voulue, lis pourront tout de meme etre utilises comme pieces 
d'ecartement car le materlau rattrapera I'ecart de hauteur lors de Tassociation des 
espaceurs aux deux substrats. 

II est a noter que I'utilisation d'espaceurs colies avec le materlau de jonction 

15 de I'invention peut §tre envlsag6e dans toute application necessltant de maintenir 
constant un ecartement entre deux substrats. Et k titre non limitatif, les 
applications peuvent §tre des ecrans k emission de champs, des ecrans plasma, 
des lampes planes, des doubles vitrages sous vide ou encore des vltrages 
thermochromes. 
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REVENDICATIONS 

1 . Mat6riau de jonction (30) entre au moins un espaceur (20) a base de 
c6ramique ou de verre et un substrat verrier (10). caracterlse en ce qu'il 
comprend un §mail m6lang§ h au moins un oxyde de metal se pr6sentant sous 

5 fonme de particules. 

2. Mat6riau selon la revendicatlon 1 , caract6rls§ en ce qu'il pr6sente 

une r§sistivite comprise entre 1 0® et 1 0^° Sl.cm. 

3. Materiau selon la revendication 1 ou 2, caracterlse en ce que les 
particules d'oxyde de metal sont stables dans le temps et en temperature jusqu'^ 

10 600°Cauplus. 

4. Materiau selon Tune des revendications precedentes, caracterlse 
en ce que les particules d'oxyde de m6tal consistent en un ou plusieurs des 
6l6ments suivants : Zr, V, Al, Cr, Mn. Fe. Ca, Si, Co, Ni, Zn, Ti, Ni. Nb. W. Sb, Pb. 

Sn, Cu, Ru, Ir. ' 
15 5, Materiau selon Tune des revendications precedentes, caj;act6ris6 

en ce qiie I'oxyde de m6t^l est de I'oxyde de ruthenium. ..f^: 

6. Materiau selon Tune quelconque des revendications pr6<56dentes, 
caracteris§ en ce qu'il presente une viscosity au plus egale & 50 Pa.s. 

7. Materiau selon I'une quelconque des revendications precedentes, 
20 caractdrise en ce qu'il comporte au moins un solvant et de la resine. 

8. Structure comportant deux substrats (10, 40) verriers maintenus 
6cart6s a I'aide d'espaceurs (20), les espaceurs etant solldarises par I'une de 
leurs extremites (21) avec au moins un substrat (10) gr§ce au mateiriau de 
jonction (30) selon I'une quelconque des revendications pr6c§dentes. 

25 9. Structure selon la revendication 8, caracterlsee en ce que 

rextr6mite (22) opposee des espaceurs reposant cofitre I'autre substrat (40) est 
rev§tue d'au moins un materiau de liaison (50). 

10. Structure selon la revendication 9, caracterlsee en ce que le 
materiau de liaison (50) comporte le materiau de jonction (30). 

30 11. Structure selon I'une des revendications 8^10, caracterlsee en ce 

que ie mat6riau de jonction (30) constitue un moyen adapte a combler une 
difference de hauteur entre une extremity d'espaceur et un substrat. 
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12. Structure selon I'une des revendicatlons 8 a 11 , caract^risee en ce 
que les espaceurs sont conducteurs ou non conducteurs d'electriclte. 

13. Structure selon I'une des revendications 8^12, caracterisee en ce 
que la resistance de contact du mat^rlau de jonction localise entre un espaceur et 

5 un substrat est negligeable par rapport k la resistance de I'espaceur. 

14. Proc§d6 de solidarisation entre des espaceurs (20) et un substrat 
verrier (10) au moyen du materiau de jonction selon I'une des revendications 1 a 
7, caracterise en c© que les espaceurs (20) sont maintenus en position fixe et 
sont recouverts sur I'une de leurs extremites (21) du materiau de jonction (30), et 

10 le substrat ven-ier (10) est rapporte centre lesdites extremites (21) des espaceurs 
recouverts du materiau de jonction, I'ensemble de la structure, substrat et 
espaceurs, subissant ensuite un recuit. 

15. Precede selon la revendication 14, caracterise en ce que 
I'extremite opposee (22) des espaceurs (20) assembles au substrat est recouverte 

15 d'un materiau de liaison (50) et un autre substrat (40) est rapporie centre lesdites 
extremites (22) des espaceurs, I'ensemble des deux substrats et des espaceurs 
subissant ensuite un recuit. 

16. Procede selon la revendication 14 ou 15, caracterise en ce que les 
espaceurs (20) rev§tus du materiau de jonction (30) sur I'une et/ou I'autre de leurs 

20 extremites (21 , 22) sont recuits prealablement k leur association avec le substrat. 

17. Utilisation du materiau de jonction selon I'une des revendications 1 a 
7 ^ la fabrication d'ecrans emisslfs, du type ecrans plasma ou ecrans FED, de 
lampes planes, de vitrages isolants sous vide, de vitrages thermochromes. 
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